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Estructura modular, liviana, facil de construir y replicable;

HOM EKO hecha de laminas producto del reciclaje de los empaques
de TetraPak. No requiere mano de obra especializada para

(PROJ ECT CES) construirse, manteniendo las caracteristicas de sismo-

resistencia.
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Sistema modular para vivienda Sectores de aplicacion
VIP

Ingenieria Estructural aplicada al reciclaje de los
empagques TetraPak, cubriendo las necesidades de
vivienda.

CONSTRUCCION

Beneficlos

« Construccion sismo — resistente. e Sistema modular.

* Modulos livianos, de facil transporte, montaje y « Estructura con baja huella de carbono en el
desmontaje. proceso de fabricacion.

 No requiere mano de obra especializada para la e Costos reducidos frente a los sistemas
construccion. tradicionales de construccion
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